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1 Acceptabilité des Assemblages Electroniques

Préface (suite)

1.1 Champ d’Application Cette norme est un recueil d’exigences d’acceptabilité de qualité visuelle pour des assemblages
électroniques. Cette norme ne fournit pas de critére pour les évaluations de coupes micrographiques.

Ce document présente des exigences d’acceptation pour la fabrication des assemblages électriques et électroniques.
Historiquement, les normes de I'assemblage de I'électronique ont contenu des informations pédagogiques plus complétes sur
les techniques et les principes. Pour une compréhension plus compléte des recommandations et exigences de ce document,
on peut 'utiliser conjointement avec IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 et IPC J-STD-001.

Les critéres de cette normes ne sont pas donnés pour définir des processus pour la réalisation des opérations d’assemblage
électronique ni pour autoriser des réparations/modifications ou changement sur le produit du client. Par exemple, la présence
de critéres pour l'utilisation d’adhésif avec des composants n'implique/ n’autorise/n'impose pas I'usage d’adhésif, et la
description de I'enroulement d’une patte autour d’'une borne dans le sens des aiguilles d’'une montre n’implique/n’autorise/
n’impose pas que toutes les pattes/fils soient enroulées dans le sens des aiguilles d’'une montre.

Les utilisateurs de cette publication devraient connaitre les conditions d'application de ce document et la fagon de les
appliquer.

La preuve objective de cette connaissance devrait étre maintenue. S’il n'y a pas de preuve objective, I'organisation
doit procéder périodiquement a une évaluation des aptitudes du personnel a appliquer correctement les critéres visuels
d'acceptabilité.

L'IPC- A-610 contient des critéres en dehors du champ d’application de la J-STD-001, définissant des exigences relatives a la
manipulation, a la mécanique et a d’autres régles de réalisation. Le tableau 1-1 est un résumé des documents associés.

Tableau 1-1 Résumé des documents associés

N° de
But du document Spécification Définition
Norme de conception IPC-2220 (Série) | Les exigences de conception refletent trois niveaux de complexité (niveaux A, B, et
IPC-7351 C) indiquant des géométries plus fines, des densités plus élevées et des étapes de
IPC-CM-770 processus plus nombreuses pour la fabrication du produit.

Guide relatif aux composants et a 'assemblage pour aider a la conception des cartes
nues et a leur assemblage. Les procédés pour les circuits nus sont surtout axés sur
les plages pour le montage en surface et les procédés d'assemblage sont axés sur le
montage en surface et les principes des trous métallisés généralement inclus dans le
processus de conception et la documentation.

Exigences des circuits | IPC-6010 (série) | Exigences et documents d’acceptation pour les circuits rigides, flex-rigides, flexibles

IPC-A-600 et autres types de substrats.
Documentation relative | IPC-D-325 Documentation décrivant les exigences de produits finis propres aux cartes nues
aux produits finis congues par le client ou les exigences d’assemblage des produits finis. Les détails

peuvent ou non faire référence aux spécifications industrielles ou aux normes de
réalisation ainsi qu’aux préférences des clients ou aux exigences de normes internes.

Normes relatives aux J-STD-001 Les exigences relatives au brasage d’assemblages électroniques et électriques
produits finis décrivant les caractéristiques minimales des produits finis, ainsi que les méthodes
d’évaluation (méthodes de tests), la fréquence des tests et I'applicabilité des
exigences de contrOle des processus.

Norme d'Acceptabilité IPC-A-610 Document d’interprétation illustré indiquant les diverses caractéristiques de la carte
et/ou de I'assemblage en ce qui concerne les conditions souhaitables qui dépassent
les caractéristiques minimales acceptables indiquées par la norme de performance
du produit fini et reflétant divers criteres hors de contrdle (Indicateur de Processus ou
Défaut) pour aider les évaluateurs de processus d’atelier a décider du besoin d’action

corrective.
Programmes de Exigences de formation documentées pour I'enseignement et I'apprentissage
formation (facultatif) des techniques et procédures de processus pour la mise en ceuvre des exigences

d’acceptabilité des normes relatives aux produits finis, des normes d’acceptabilité
ou des exigences détaillées dans la documentation du client.

Reprise et Reparation IPC-7711/7721 Documents contenant les procédures pour I'application du vernis d'encapsulation
ainsi que le démontage et le remplacement des composants, la réparation de
I'épargne de brasage et la modification/réparation des stratifiés, des conducteurs
et des trous métallisés.
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